
株式会社ディスコは､1937年､広島県呉市に砥石メーカーの第

一製砥所として創業した。

呉市はかねてより造船で有名で､戦時中は軍港として栄えてお

り､戦艦の大砲の砲身の内側を研磨するための砥石が多く製

造されていた。戦後の復興期､電力計メーカーから思いがけな

い商談が持ち込まれた。電気をいくら使ったかを計測するため

の積算電力計の内部にあるコの字型の磁石の先端を切断､研

磨する必要があり､このコの字型磁石切断用の磁石を作れな

いかというものだった。それまでの切断用砥石は石材の研削

加工用に用いられていたため､技術陣を総動員して砥石の薄

型化に取り組み､当時では驚異的な厚さ1.2ミリの砥石の開発

に成功した。これを契機に､ものを精密に切断するというテーマ

に関心を向け始めた。1956年､万年筆のペン先を切り割るた

めの厚さ140マイクロメートル（1マイクロメートルは1,000分の1mm）

の砥石を開発した。話を持ちかけてきたのは大手万年筆メー

カーで､｢役員がヨーロッパ視察中に､薄い砥石で万年筆のペン

先を切っているのを見て､切断用の薄い砥石で定評のある第

一製砥所ならこのような砥石はつくれないか｣というものだった。

その後､1960年代後半からトランジスタ･ブームの到来により､電

子管ガラス､セラミックス､シリコン､フェライト､磁性抵抗体の溝

付けなど電子部品の加工への用途が徐 に々増大していった。

砥石の薄型化はさらに進み､1968年ついに厚さ40マイクロメー

トルの超極薄砥石｢ミクロンカット｣の開発に成功した。しかし､

ここにディスコにとって大きな転機となる壁が立ちはだかる。切

断加工中に砥石が割れるというクレームに対し､取り付ける機械

側に問題があると説明すると砥石が悪いと言われ､クレーム対

応のたびに苦い思いをした。どんな高精度の砥石ができても

それを使いこなせる切断装置がなかったのである。最初は日

本の工作機メーカーに砥石を使いこなす機械の開発をもちか

けたが相手にされなかった。ならば､自分達でやろうということ

になった。

ミクロンカットの開発から7年目､ついに現在のダイシングソーの

原型である｢DAD-2H｣（写真1）の開発に成功する。折しもシリ

コン･バレーでセミコン･ウエストの開催時期と重なり｢DAD-2H｣

のデビューの場となる（写真2）。セミコンの会期中に装置のデモ

運転を続け､競合他社の装置と違い｢止まらない装置｣というこ

とで大反響を呼んだ。

写真2 当時のセミコン･ウエストのDISCOブース

事業内容が砥石メーカーから砥石を用いた半導体製造装置メ

ーカーへと変化し､企業の体質も変化してきたことから､第一製

砥所は1977年に英文社名の頭文字（DaiIchi Seitosyo CO.,

Ltd）をとったディスコに変更した。

ダイシングソーが順調に世界の市場に受け入れられて､企業と

して成長を始めると､お客様からも｢これだけの精密な機械が

つくれるのなら､なんでもできるだろう｣と期待されるようになった。

この期待から何でもできるような錯覚を起こしてしまい､手掛け

て失敗した装置もあった。半導体製造用ウェーハの熱処理用

の縦型拡散炉である。当時､｢縦型｣というコンセプトは世界的

にも新しいものであったが､当社にとっては､｢熱｣という全く未知

の領域であった。要素技術に乏しくユーザーニーズの把握も

困難であった。優秀なエンジニアのほとんどをこの開発にシフ

トしたため､本来の切断装置の方の開発がおろそかになってし

まい､競争力がなくなってしまった。当社の得意分野である､砥

石と装置を使いこなすアプリケーション技術の蓄積が深いKiru･

Kezuru･Migakuに集中しなかった苦い教訓である。

拡散炉開発の撤退と同時期に立ち上げたのが､X（エックス）プ

ロジェクトである。平均年齢25歳､総勢15名。1年後のセミコン･

ジャパンまでに主力4機種をモデルチェンジさせ､セミコン会場

で動作させるという前代未聞のプロジェクトであった。その頃､
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写真1 DAD-2H



某デバイスメーカーの北

九州工場の課長から､

｢各工程の装置をU字

ラインで並べて､オペレ

ーターが全行程を一人

で操作できるラインの導

入を検討している。つ

いては､もっと小型で安

い装置を作って欲しい。

そうすれば200台は買

う｣という話が舞い込

み､当初の計画になか

ったマニュアルダイサも

モデルチェンジすること

になった。当時の6イン

チマニュアルダイシング

ソーの横幅を900 mm

から500 mmにしろと言

うのだ。それを当時23

歳のエンジニアが担当

した。装置はなんとか完成したが､今度は電装が入らない。部

品1点ずつのダンボール模型を作り､それを電装スペースにレイ

アウトしたところ､収まった。ならばどうにかできると奮起､新製品

は小型化に加え､大幅なコストダウンを達成した。それがマニ

ュアルダイシングソー300シリーズ（写真3）である。ようやく1号機

の納入､評価にこぎつけたが､当の生産技術の課長はマレーシ

アに転勤してしまった。結局北九州工場の受注は取れず､マレ

ーシア工場に10数台納入するにとどまった。しかし､装置の小

型化が受け､国内外から多数の受注を得ることができた。当

初の思惑とは違ってしまったが､大ヒット製品となった。

この時から､当社ではセミコン･ショーできちんと動作する新製

品を出展するというのが､技術者の大きな目標であり､励みとな

っている。技術部門や営業技術の部長らはセミコンの会場で

来年は何を出展するかをもう話し合っている（写真4）。

創業以来､積算電力計､万年筆のペン先など､顧客のニーズに

引っ張られながら､当社は技術開発を進めてきた。これからも

高度なKiru･Kezuru･Migaku技術にこだわり続け､徹底的に究

め､高めていく。それが当社の強みであり､この3つの高度な技

術でお客様の望む「最良の結果」を提供することがディスコの

使命と考えている。

“2002年10月､シャープと半導体エネルギー研究所が､｢シートコ

ンピューター｣（連続結晶（CG）シリコン技術に基づいたLCDディ

スプレイ用に設計したガラス基板上のCPUと集積回路）を発表。

－ APF/CORBIS/Yoshikazu Tsunoより－”

わずか数年前､シャープ･東芝･松下電器･日立･富士通・三洋

電機など日本の電機メーカーが連合して世界のLCD市場を日

本の独壇場にしていた。だがそれはもはや過去のことである。

積極的なアジアのメーカーがこの業界に目標を定め､各種サイ

ズのフラットパネルを､競争相手の日本よりも常に低コストで生産

できる先進的･効率的な工場に大規模な投資を行って強引に

割り込んできた。最近ではシャープだけがノートPC･モニター･

TVに使用する大型LCDのトップ五社に入っている。市場調査

会社DisplaySearch社のデータにより比較してみると､韓国の三

星電子とLGが世界市場シェアで一位と二位を占め､台湾の

AUOとChi-Meiが残りの三つの位置をシャープと競っている。

今のところアジアのLCDメーカーが商品パネル市場の掌握を強

めているにもかかわらず､日本企業はR&Dにおける強みを活用

して､競争する新しい道をみつけようとしている。その結果とし

て､他の産業部門で先行できると信じるディスプレイの出荷を行

いつつあり､革新的なプロセスと設計技術を使って製造した新

しい市場を創出している。

■ 創造的な共同事業

競争の激しい新世紀のフラットパネルの土俵で有利に競争す

るため､東芝と松下は2002年4月に戦力を結集して､東芝松下

ディスプレイテクノロジー（TMD）を設立した。この新しい会社は､

東京品川に本社を置いて､約2,700人のスタッフを雇用してい

る。同社はシンガポールにあるAFPD Pte Ltdに加えて､国内に5

ヶ所の製造設備を持っている。同社によると､AFPD社は東南
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